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LP3985
マイクロパワー 150mA低ノイズ、超低ドロップアウトCMOS電圧レギュレータ

概要概要概要概要

LP3985 は、性能と寸法に厳しい条件の求められる携帯機器や
セルラーなどの無線通信機器用に設計されています。

LP3985に出力コンデンサとして 1μFの小型セラミック・コンデンサ
(± 30％)または高品質タンタル・コンデンサを接続することにより、
安定した出力が得られます。また基板上の実装面積が極めて小
さい micro SMD パッケージ品を使用することにより、回路全体を
3216 (1206) サイズのチップ部品とほぼ同じ面積の 2.0mm ×
2.5mm以下に収めることが可能になります。

LP3985 はバッテリ駆動方式の各種装置用に最適化されていま
す。ノイズがきわめて低く、ドロップアウト電圧も極端に小さく、待
機時電流も少ない特長を持っています。レギュレータのグラウンド
電流は、ドロップアウト電圧の大きいときでもわずかしか増えないた
め、バッテリの寿命がさらに延びます。

バイパス・コンデンサを外付けすれば、負荷の過渡応答が遅くな
ることなく、出力ノイズを低減できます。このバイパス・コンデンサ
をあらかじめ充電しておくパワーオン回路が内蔵されているため、
短時間で始動できます。

リップル電圧除去能力は、低周波領域では 50dB を上回ってい
て、1kHz 以上になると徐 に々落ち始めます。バッテリ駆動方式
の回路では入力電圧が低いのが普通ですが、そうした低い入力
電圧でもリップル電圧除去能力が高く保たれています。

携帯電話など、バッテリ駆動方式の無線機器に理想的な IC で
す。最大出力電流は 150mA、入力電圧範囲は 2.5V～ 6Vで
す。ディスエーブル・モードでの消費電流は 1.5μA未満、ターン
オン時間は 200μs未満と高速です。

LP3985は 5ピンのスモール・バンプ micro SMDパッケージ、5ピ
ンのラージ・バンプ micro SMD パッケージ、5ピンの薄型 micro
SMDパッケージ、5ピン SOT-23パッケージで供給されます。性
能は、－ 40℃～＋ 125℃の温度範囲で規定されています。出
力電圧は、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、2.9V、3.0V、3.1V、
3.2V、3.3V、4.7V、4.8V、5.0Vが用意されています。2.5V～

5.0Vの範囲で他の電圧が必要な場合や 2 回路入りLP3985 が
必要な場合は、ナショナル セミコンダクター社の販売代理店までお
問い合わせください。

主な仕様主な仕様主な仕様主な仕様

■ 入力電圧範囲 2.5～ 6.0V
■ 出力電流は 150mAを保証
■ 1kHzでの PSRRは 50dB (VIN＝VOUT＋ 0.2V)
■ シャットダウン時の待機時電流は 1.5μA以下
■ ターンオン時間が高速 : 200μs (代表値 )
■ 負荷電流が150mAのときのドロップアウト電圧は最大100mV
■ 出力ノイズは 10Hz～ 100kHzの範囲で 30μVrms (代表値 )
■ 動作時接合部温度範囲は－ 40～＋ 125℃
■ 出力電圧については、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、

2.9V、3.0V、3.1V、3.2V、3.3V、4.7V、4.8V、5.0Vを標
準で用意

特長特長特長特長

■ 小型、5ピンmicro SMDおよび SOT-23-5パッケージ
■ ロジック信号でイネーブル /ディスエーブルが制御できる
■ セラミック・コンデンサと高品質タンタル・コンデンサにより安定
動作

■ 高速ターンオン
■ 熱暴走保護 (サーマル・シャットダウン )と短絡電流制限

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション

■ N-CDMAの携帯電話端末
■ W-CDMAの携帯電話端末
■ GSMの携帯電話端末
■ 携帯情報端末

代表的なアプリケーション回路代表的なアプリケーション回路代表的なアプリケーション回路代表的なアプリケーション回路

Note: 括弧内の端子番号はmicro SMDパッケージのものです。
*ノイズを減らすためのコンデンサ (取り付けは任意 )
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端子説明端子説明端子説明端子説明

* JEDEC スタンダードに合わせ、micro SMD のピン番号を 2002 年 4 月から変更しています。変更の対象はピン番号のみで、入出力バンプの寸法位置
に変更はありません。参考までにデータシート旧版でのピン番号は次のとおりです。VEN: 1ピン、GND: 2ピン、VOUT: 3ピン、VIN: 4ピン、BYPASS: 5ピン。

ピン配置図ピン配置図ピン配置図ピン配置図

Top View
See NS Package Number MF05A

5 Bump micro SMD Package (BPA05, BLA05, TLA05)

Top View
See NS Package Number BPA05, BLA05, TLA05

名称名称名称名称 *micro SMD SOT 機能機能機能機能

VEN A1 3 イネーブル入力端子。HIGHレベルの論理信号を
入力しているときイネーブル。

GND B2 2 共通グラウンド端子

VOUT C1 5 LDOの出力電圧端子

VIN C3 1 LDOの入力電圧端子

BYPASS A3 4 ノイズを減らすためのバイパス・コンデンサ。取り付
けは任意。

SOT-23-5 Package (MF)



3 www.national.com/jpn/

L
P

3985

製品情報製品情報製品情報製品情報

BP refers to 0.170mm bump size, 0.900mm height for micro SMD Package

BP refers to 0.300mm bump size, 0.995mm height for micro SMD Package

TL refers to 0.300mm bump size, 0.600mm height for micro SMD Package
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For SOT Package
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絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格 (Note 1、2)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。

関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

動作定格動作定格動作定格動作定格 (Note 1、2)

電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性

特記のない限り、VIN＝VOUT (公称値 )＋0.5V、CIN＝1μF、IOUT＝1mA、COUT＝1μF、CBYPASS＝ 0.01μFです。標準字体で表
された代表値およびリミット値は TJ＝ 25℃での値です。太字で示したリミット値は、動作時の接合部温度範囲である－ 40℃～＋ 125℃
の全域に適用されます。 (Note 7、8)

VIN、VEN － 0.3V～ 6.5V

VOUT －0.3V～(VIN＋0.3V)≦6.5V

接合部温度 150℃

保存温度 － 65℃～＋ 150℃

リード温度 235℃

パッド温度 (Note 3) 235℃

最大消費電力
SOT23-5 (Note 4)
micro SMD (Note 4)

364mW
355mW

ESD耐圧 (Note 5)
人体モデル
マシン・モデル

2kV
150V

VIN 2.5V～ 6V

VEN 0V～ (VIN＋ 0.3V)≦ 6V

接合部温度 － 40℃～＋ 125℃

熱抵抗
θJA (SOT23-5)
θJA (micro SMD)

220℃ /W
255℃ /W

最大消費電力
SOT23-5 (Note 6)
micro SMD (Note 6)

250mW
244mW
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特記のない限り、VIN＝VOUT (公称値 )＋0.5V、CIN＝1μF、IOUT＝1mA、COUT＝1μF、CBYPASS＝ 0.01μFです。標準字体で表
された代表値およびリミット値は TJ＝ 25℃での値です。太字で示したリミット値は、動作時の接合部温度範囲である－ 40℃～＋ 125℃
の全域に適用されます。 (Note 7、8)

Note 1: 「絶対最大定格」とは、その値を超えて動作させると、デバイスが破損する可能性があるリミット値のことです。「動作定格」とは、動作が保証されて
いる各種条件のことです。「動作定格」は保証性能のリミット値を表しているわけではありません。保証性能のリミット値と関連する試験条件については、
「電気的特性」の表を参照してください。

Note 2: 電圧値はすべて、GND端子の電位を基準とします。
Note 3: リード温度とパッド温度に関する補足情報は、ナショナル セミコンダクター社のアプリケーション・ノートAN-1112に収録されています。
Note 4: 消費電力の「絶対最大定格」は周囲温度に依存し、PD＝ (TJ － TA)/θJAの式で計算できます。ここで、TJは接合部温度、TAは周囲温度、θJAは接

合部 - 周囲間の熱抵抗です。「絶対最大定格」として SOT23-5 パッケージでは 364mWの値が記載されていますが、これは、接合部の「絶対最大定
格」150℃をTJに代入し、70℃をTAに代入し、220℃ /WをθJAに代入して計算した結果です。周囲温度が 70℃より低い場合、これより多くの電力を
消費しても壊れません。周囲温度が 70℃より高い場合、消費電力をこれより下げないと壊れます。周囲温度が 70℃より下にあるときは、消費電力の「絶
対最大定格」を 1℃につき4.5mWずつ上げることができます。周囲温度が 70℃より上にあるときは、1℃につき4.5mWずつ定格を下げなければなりません。

Note 5: 人体モデルでは、100pFのコンデンサから 1.5kΩの抵抗を介して各端子に放電させます。マシン・モデルでは、200pFのコンデンサから直接各端子に
放電させます。

Note 6: 消費電力の絶対最大定格と同じく、動作時の最大消費電力も周囲温度に依存します。「動作定格」として SOT23-5 パッケージでは 250mWという値
が記載されていますが、これは、(Note 4)の式を用いて、動作時の最大接合部温度 125℃をTJに代入し、70℃をTAに代入し、220℃ /WをθJAに
代入した計算結果です。周囲温度が 70℃より低い場合、これより多くの電力を消費できます。周囲温度が 70℃より高い場合、消費電力をこれよりも下
げなければなりません。周囲温度が 70℃より下にあるときは、動作時の最大消費電力を 1℃につき4.5mWずつ上げられます。周囲温度が 70℃より上
にあるときは、1℃につき4.5mWずつ定格を下げなければなりません。

Note 7: リミット値はすべて保証されています。電気的特性のうち室温でのリミット値はすべて、製造中に TJ ＝ 25 ℃で試験したか、統計的品質管理 (SQC:
Statistical Quality Control)の手法を用いて相関的に求めた値です。全温度範囲でのリミット値はすべて、電気的特性と製法 /温度のばらつきとの相互
関係を明らかにして、統計的製法管理手法を適用することにより保証されています。

Note 8: 目標出力電圧 VOUT (公称値 )については、指定可能な電圧値のうち希望する値に読み替えてください。
Note 9: 負荷電流が増えると出力電圧がわずかに下がります。逆に、負荷電流が減ると出力電圧がわずかに上がります。

Note 10: ドロップアウト電圧とは、出力電圧がその公称値より100mV低いときの、入力電圧と出力電圧との差のことです。この仕様値は、2.5Vより低い入力電圧
には適用されません。

Note 11: ターンオン時間とは、イネーブル入力端子に印加する電圧が VIHを超えた瞬間から出力電圧がその公称値の 95％に達するまでの時間のことです。
Note 12: 出力ノイズは、出力電圧オプションによって変わります。2.5V電圧オプションのときの出力ノイズは、30μVrmsです。それ以外のオプションのときの出力ノ

イズの近似値を計算するには、(30μVrms)(X)/2.5の数式を使用します。Xは、電圧オプション値です。

推奨する出力コンデンサ推奨する出力コンデンサ推奨する出力コンデンサ推奨する出力コンデンサ

Note 13: 安定かつ適正な動作を実現するコンデンサの最小容量は 0.7μFです。容量の許容値が動作温度範囲にわたって±30％以下のものを使用してください。
アプリケーションに使用するコンデンサを選定する際は、上記の最小容量規定を満たすように、動作条件の全範囲にわたって検討を行ってください。デ
バイスの温度仕様－ 40℃から＋ 125℃の全範囲に対応する推奨コンデンサ・タイプはX7Rです。「アプリケーション・ヒント」のコンデンサの項を参照し
てください。
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FIGURE 1.   Line Transient Input Test Signal

FIGURE 2.   PSRR Input Test Signal

代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性

特記のない限り、以下の規格は、CIN＝COUT＝ 1μFセラミック・コンデンサ、CBYPASS＝ 0.01μF、VIN＝VOUT＋ 0.2V、
TA＝ 25℃、Enableピンは VINに接続します。

Output Voltage Change vs Temperature

Ground Current vs Load Current

Dropout Voltage vs Load Current

Ground Current vs VIN @ 25℃℃℃℃
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特記のない限り、以下の規格は、CIN＝COUT＝ 1μFセラミック・コンデンサ、CBYPASS＝ 0.01μF、VIN＝VOUT＋ 0.2V、
TA＝ 25℃、Enableピンは VINに接続します。

Ground Current vs VIN @ －－－－ 40℃℃℃℃

Short Circuit Current (micro SMD)

Short Circuit Current (SOT)

Ground Current vs VIN @ 125 ℃℃℃℃

Short Circuit Current (micro SMD)

Short Circuit Current (SOT)
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代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、以下の規格は、CIN＝COUT＝ 1μFセラミック・コンデンサ、CBYPASS＝ 0.01μF、VIN＝VOUT＋ 0.2V、
TA＝ 25℃、Enableピンは VINに接続します。

Short Circuit Current (SOT)

Short Circuit Current (micro SMD)

Output Noise Spectral Density

Short Circuit Current (SOT)

Short Circuit Current (micro SMD)

Ripple Rejection (VIN ＝＝＝＝ VOUT ＋＋＋＋ 0.2V)
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特記のない限り、以下の規格は、CIN＝COUT＝ 1μFセラミック・コンデンサ、CBYPASS＝ 0.01μF、VIN＝VOUT＋ 0.2V、
TA＝ 25℃、Enableピンは VINに接続します。

Ripple Rejection (VIN ＝＝＝＝ VOUT ＋＋＋＋ 1V)

Start Up Time (VIN ＝＝＝＝ VOUT ＋＋＋＋ 0.2V)

Start Up Time (VIN ＝＝＝＝ VOUT ＋＋＋＋ 0.2V)

Ripple Rejection (VIN ＝＝＝＝ 5.0V)

Start Up Time (VIN ＝＝＝＝ 4.2V)

Start Up Time (VIN ＝＝＝＝ 4.2V)
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代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、以下の規格は、CIN＝COUT＝ 1μFセラミック・コンデンサ、CBYPASS＝ 0.01μF、VIN＝VOUT＋ 0.2V、
TA＝ 25℃、Enableピンは VINに接続します。

Start Up Time (VIN ＝＝＝＝ VOUT ＋＋＋＋ 0.2V)

Line Transient Response

Load Transient Response (VIN ＝＝＝＝ 3.2V)

Start Up Time (VIN ＝＝＝＝ 4.2V)

Line Transient Response

Load Transient Response (VIN ＝＝＝＝ 4.2V)
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特記のない限り、以下の規格は、CIN＝COUT＝ 1μFセラミック・コンデンサ、CBYPASS＝ 0.01μF、VIN＝VOUT＋ 0.2V、
TA＝ 25℃、Enableピンは VINに接続します。

Load Transient Response (VIN ＝＝＝＝ 3.2V)

Enable Response (VIN ＝＝＝＝ VOUT ＋＋＋＋ 0.2V)

Enable Response (VIN ＝＝＝＝ VOUT ＋＋＋＋ 0.2V)

Load Transient Response (VIN ＝＝＝＝ 4.2V)

Enable Response (VIN ＝＝＝＝ 4.2V)

Enable Response (VIN ＝＝＝＝ 4.2V)
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代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、以下の規格は、CIN＝COUT＝ 1μFセラミック・コンデンサ、CBYPASS＝ 0.01μF、VIN＝VOUT＋ 0.2V、
TA＝ 25℃、Enableピンは VINに接続します。

Output Impedance (VIN ＝＝＝＝ 4.2V) Output Impedance (VIN ＝＝＝＝ VOUT ＋＋＋＋ 0.2V)

アプリケーション・ヒントアプリケーション・ヒントアプリケーション・ヒントアプリケーション・ヒント

外付けコンデンサ外付けコンデンサ外付けコンデンサ外付けコンデンサ

LP3985 は、他の低ドロップアウト・レギュレータと同様に、レギュ
レータの安定性を確保するために外付けコンデンサが必要です。
LP3985 は基板面積を最小にして、最小の部品を使用する必要
がある携帯アプリケーション用に設計されています。これらのコン
デンサは、良好な特性を得るために正しく選定する必要がありま
す。

入力コンデンサ入力コンデンサ入力コンデンサ入力コンデンサ

LP3985の入力とグラウンドの間に、容量が約 1μFの入力コンデ
ンサが必要です (容量は際限なく増やせます )。

このコンデンサは、入力端子から 1cm 以内に配置し、グラウンド
側は適切なアナログ・グラウンドに接続しなければなりません。入
力コンデンサの推奨品はセラミック・コンデンサですが、高品質の
タンタル・コンデンサまたはフィルム・コンデンサを使用しても構いま
せん。

重要重要重要重要 :タンタル・コンデンサは、低インピーダンス電源 (バッテリや
非常に大型のコンデンサなど ) に接続すると、サージ電流によっ
て損傷を受ける場合があります。入力にタンタル・コンデンサを使
用する際は、このようなアプリケーションに対してサージ電流定格
を満たし、メーカーで保証されているものを選ぶ必要があります。

入力コンデンサの ESRに関して規定はありません。ただし、全温
度範囲と全動作範囲にわたって容量が動作可能範囲に納まるよ
うに、許容誤差と温度ドリフト係数をコンデンサ選定時に考慮しな
ければなりません。

出力コンデンサ出力コンデンサ出力コンデンサ出力コンデンサ

目的とするアプリケーションの安定動作を実現するには出力コン
デンサの適切な選択が重要です。

出力コンデンサは、アプリケーションの全動作条件にわたって、
「推奨する出力コンデンサ」の表に規定されている要求仕様を満
たさなければなりません。全動作条件としては、DCバイアス、周
波数、温度等の変動が対象となります。出力コンデンサの容量
が最小規定値を下回ると不安定動作を招きます。(次の「コンデ
ンサの特長」を参照してください。 )

LP3985 は出力に極めて小さいセラミック・コンデンサを使うように
特に設計されています。LP3985 アプリケーション回路には ESR
が 5mΩから 500mΩの範囲にある 1.0μFのセラミック・コンデン
サ (誘電体タイプ X7R)が適当です。動作温度範囲が狭ければ
X5Rコンデンサを使用してもかまいません。上述のタイプ、あるい
はそのほかのコンデンサ・タイプ (Y5V、Z6U) から、アプリケー
ションの動作条件範囲と温度範囲によってコンデンサを選択しま
す (「コンデンサの特長」を参照 )。

出力にタンタル・コンデンサまたはフィルム・コンデンサも使用でき
ますが、実装時のサイズおよびコストの面を考慮するとメリットがあ
りません (次項、「コンデンサの特長」を参照 )。

また、出力コンデンサは、出力端子から 1cm 以内に配置し、か
つ、適切なグラウンドにリターンさせてください。

コンデンサの特長コンデンサの特長コンデンサの特長コンデンサの特長

LP3985は出力にセラミック・コンデンサを使用可能で、その利点
を利用するように設計されています。その利点とは、容量が 1μF
～ 4.7μF の範囲では、セラミック・コンデンサは最も小さく最も安
価で、ESR値が最小であることです (これにより、高周波ノイズを
最も効果的に除去できる )。通常の 1μFセラミック・コンデンサの
ESR値は 20mΩ～ 40mΩの範囲にあり、LP3985の安定性を保
つために必要なESRの要件に完全に収まっています。

デバイスを正しく動作させるために、入力コンデンサと出力コンデ
ンサの両方に関して、コンデンサの仕様を十分に検討してくださ
い。動作条件とコンデンサ品種によってコンデンサ容量が大きく変
化する場合があるからです。

特に、出力コンデンサの選定では、アプリケーションの範囲内で
仕様を確実に満たすように、コンデンサのすべてのパラメータを検
討対象としてください。コンデンサの容量は、DC バイアス条件、
動作温度、動作周波数によって変化します。また、経年変化に
よって容量は時間とともに減少していきます。また、コンデンサの
パラメータはパッケージ・サイズによっても変わり、一般的にサイズ
が小さくなるほど性能は劣ります。例として Figure 3に、DCバイ
アスと容量の関係がコンデンサ・サイズでどのように変化するかを
グラフで示します。グラフから、DCバイアス条件によっては、「推
奨する出力コンデンサ」の表に規定されいてる最小容量 (この場
合 0.7μF)を下回ることがわかります。すなわち、このグラフで、
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パッケージ・サイズ 0402のコンデンサはバイアス電圧が高くなると
容量が最小容量規定を逸脱する点に注意してください。一部の
パッケージ・サイズ (たとえば 0402)は実際のアプリケーションに適
切ではない可能性も考えられるため、全動作条件にわたって、コ
ンデンサ・メーカーから提示される公称容量を精査してください。

FIGURE 3.   Graph Showing A Typical Variation in 
Capacitance vs DC Bias

セラミック・コンデンサの容量は温度によって変化します。X7Rの
温度特性を有するコンデンサの動作温度範囲は－ 55℃から
＋ 125℃で、そのときの容量変化は± 15%です。タイプ X5Rの
許容誤差も同じですが、規定される温度範囲が－ 55℃から＋ 85
℃と狭くなります。また、大容量 ( 約 2.2μF)セラミック・コンデン
サの多くは温度特性が Z5Uまたは Y5Vで製造されており、コン
デンサの温度が 25℃から 85℃へ変化すると、容量が 50％以上
減少します。したがって、周囲温度が 25℃よりもかなり高いアプ
リケーション、またはかなり低いアプリケーションには、Z5U 品や
Y5V品ではなくX7R品を推奨します。

タンタル・コンデンサは、1μF ～ 4.7μF の範囲で同じ容量および
定格電圧のセラミック・コンデンサと比較して、より高価なため、出
力コンデンサとしてはセラミックほどには適していません。

また、タンタル・コンデンサは、同等サイズのセラミック・コンデン
サに比べて ESR値が大きいことも考慮しなければなりません。そ
のため、ESR値が安定範囲に入るタンタル・コンデンサを見つけ
るのは可能ですが、同じ ESR 値のセラミック・コンデンサよりも容
量が大きくなってしまいます (すなわち、外形が大きく、高価になっ
てしまいます )。また、一般のタンタル・コンデンサの ESR 値は、
温度が 25℃から－ 40℃へ下がるとほぼ 2倍になるため、なんら
かのガードバンドを設けなければなりません。

ノイズ・バイパス・コンデンサノイズ・バイパス・コンデンサノイズ・バイパス・コンデンサノイズ・バイパス・コンデンサ

CBYPASS端子とグラウンド間に0.01μFのコンデンサを接続すると、
レギュレータ出力のノイズを大幅に低減できます。このコンデンサ
は、バンドギャップ基準回路のハイ・インピーダンス端子に直接接
続されます。この端子から大きな電流を引き出すと安定化された
出力電圧が変動する原因となります。そのため、この端子に流
れる DCリーク電流を可能な限り低く抑えて出力電圧精度を落と
さないようにします。

ノイズ・バイパス・コンデンサに最も適したコンデンサのタイプは、
セラミック・コンデンサとフィルム・コンデンサです。誘電体に NPO
または COGを使用した高品質のセラミック・コンデンサは、一般
に漏れ電流が非常に小さいです。ポリプロピレンおよびポリカーボ
ネート・フィルム・コンデンサは、小型の表面実装用パッケージが
入手可能で、漏れ電流も極めて小さくできています。

他の多くの LDOとは異なり、ノイズを減らすためのコンデンサを追
加しても過渡応答には影響しません。

無負荷での安定性無負荷での安定性無負荷での安定性無負荷での安定性

LP3985は、外付け負荷がないときでも、安定して機能し、仕様
値を外れることがありません。これは CMOS RAMに情報を保持
するアプリケーションに特に重要です。

ON/OFF 入力端子の動作入力端子の動作入力端子の動作入力端子の動作

LP3985は、VEN端子に LOWレベルの信号を印加しているとき
オフになり、HIGH レベルの信号を印加しているときオンになりま
す。この機能を使用しない場合は、VEN端子をVINに接続して、
常にレギュレータをターンオン状態にするようにしてください。確実
にオンとオフとを切り替えるためには、VEN 入力端子の駆動に使
用する信号源は、「電気的特性」の項の VIL、VIHの欄に示し
たターンオン /オフ・スレッショルド電圧のスペック値より広い振幅ま
で振れる能力を持っていなければなりません。

高速ターンオン時間高速ターンオン時間高速ターンオン時間高速ターンオン時間

LP3985は、Vref電圧が最終的な定格電圧 (1.23V公称値 )に
達するまでは出力をターンオンしません。このターンオン時間を短
縮するために、内蔵の 70μA 電流源が BYPASS 端子に接続さ
れているバイパス・コンデンサを充電するようになっています。な
お、この電流源は、バンドギャップ電圧がその最終的な値の約 95
％に達するとオフになります。これからわかるようにターンオン時間
は、バイパス・コンデンサの容量で決まります。コンデンサ容量を
小さくすればターン時間が短くなりますが、吸収できるノイズの量は
少なくなります。すなわち、アプリケーションに応じて、ターンオン
時間とノイズ低減との設計トレードオフとしてバイパス・コンデンサ
の容量を選択してください。

micro SMD の実装の実装の実装の実装

micro SMDパッケージには特有の実装技法が必要ですが、それ
については、ナショナル セミコンダクター社のアプリケーション・ノー
ト AN-1112 に詳述されています。同ノートの「表面実装技術
(SMT)アセンブリに関する考慮事項」を参照して、5 ピン・パッ
ケージに使用しなければならないパッド形式はNSMD (非ハンダ・
マスク定義 )型にするよう注意してください。

アセンブリ時の最良の結果を得るために、PC基板上に部品搭載
図を使用すると、micro SMDデバイスの配置を容易に行えます。

micro SMD の光に対する感受性の光に対する感受性の光に対する感受性の光に対する感受性

micro SMD を直射日光に当てると、デバイスの誤動作が生じま
す。ハロゲン灯などの光源に近づけると、電気的性能に影響す
る可能性があります。

最も有害な効果をもつ波長は赤色系および赤外系です。つまり、
大部分の建物で使用されている蛍光灯では、性能に対する効果
はほとんどないことになります。micro SMDの試験基板を卓上蛍
光灯の 1cm以内に近づけたところ、安定化出力電圧に対する効
果は無視可能であり、公称値からの偏移の指示値は 0.1％未満
でした。
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外形寸法図外形寸法図外形寸法図外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)

5-Lead Small Outline Package (MF)
NS Package Number MF05A

micro SMD, 5 Bump, Package (BPA05)
NS Package Number BPA05DNC

The dimensions for X1, X2 and X3 are as given:
X1 ＝＝＝＝ 0.853 +/- 0.03mm
X2 ＝＝＝＝ 1.412 +/- 0.03mm
X3 ＝＝＝＝ 0.900 +/- 0.10mm
単位はmillimeters
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micro SMD, 5 Bump, Package (BLA05)
NS Package Number BLA05AEC

The dimensions for X1, X2 and X3 are as given:
X1 ＝＝＝＝ 1.006 +/- 0.03mm
X2 ＝＝＝＝ 1.463 +/- 0.03mm
X3 ＝＝＝＝ 0.995 +/- 0.10mm
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生命維持装置への使用について
ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL
COUNSEL)の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは
認められていません。
ここで、生命維持装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b)生命を維持あるいは
支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与
えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。
また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社
本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 /英語）はホームページより入手可能です。 www.national.com/jpn/

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社
は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告な
く変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、
またはその他を問わず、付与するものではありません。
試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が
課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナ
ル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品
を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用ま
たは供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。
それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社
は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売か使用、またはその両方に関連する特定目
的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表
明または黙示的保証も行いません。

National Semiconductorとナショナル セミコンダクターのロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランド
や製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。
Copyright © 2006 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。

外形寸法図  単位はmillimeters (つづき)

thin micro SMD, 5 Bump, Package (TLA05)
NS Package Number TLA05AEA

The dimensions for X1, X2 and X3 are as given:
X1＝ 1.006 +/- 0.03mm
X2＝ 1.463 +/- 0.03mm
X3＝ 0.6 +/- 0.075mm
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